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1 总述
本应用指南旨在提供 T系列芯片关于音频设计方面的注意事项。客户可以参考这些注意

事项来设计自己的产品。希望可以最大限度的避免一些常见的设计问题造成项目延期，调试

困难等问题

我们强烈推荐客户在 PCB投板前根据此文档来 review下关于音频的设计。

2 T系列芯片音频分类表

芯片型号 CODEC_AVDD(V)
MICBIAS 范

围(V)

MIC 是否

支持差分

VCM 电压

(V)

T10 3.3 1.65~2.805 是 1.65

T20 3.3 1.65~2.805 是 1.65

T30 1.8 1.44~1.755 是 0.9

T21 1.8 1.44~1.755 是 0.9

T31（BGA） 1.8 1.44~1.755 是 0.9

T31（QFN） 1.8 / 否 0.9

T40 1.8 1.44~1.755 是 0.9

T41 1.8 1.44~1.755 是 0.9

表 1

3 T系列芯片音频原理参考设计

3.1 MIC电路原理设计

3.1.1 MIC 差分电路参考设计
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参考电路各元器件作用：

1. D1/D2 为 Mic 端的 ESD 器件，客户可以根据产品自行选择是否需要

2. C9/C11 为 Mic 端的抑制共模干扰的电容，电容材质推荐 C0G。如果麦克风内置了此电容，

可省略。客户可以根据产品自行选择是否需要

8.2pF 用在 WIFI 2.4G 的产品设计

3. FB2/FB3 主要是滤除高频干扰，抑制电流声。客户可以根据产品自行选择是否需要

4. C1 作用为滤除差模干扰，推荐值 100pF 或 220pF。客户可以根据产品自行选择是否需要

5. R1/R2/R3/R4 作用为 Micbias 分压，给 Mic 提供偏置可根据实际情况来调整阻值使得 Mic

工作在正常电压，

6. C5/R1/R4 作用为 Micbias 的低通滤波来抑制电源噪声

7. R5 为预留串阻，如果产品设计中 Codec AVDD 纹波较大会将噪声到 Micbias，从而引入到

Mic 中。R5 可以与去耦电容组成 RC 低通滤波来抑制一部分噪声。客户可以根据产品需要自

行选择是否需要

8. C2/C3 为 MIC 隔直电容，靠近 CPU 放置。推荐容值为 100nF

9. VCM pin 必须加一个 4.7uF+100nF 的电容且需要尽可能靠近 VCM 管脚放置。

10.C1/C4 为 MICBIAS 的去耦电容，靠近 CPU MICBIAS Pin 放置。推荐容值为 4.7uF+100nF 的

电容

11. Codec AVDD 的电源建议是磁珠+10uF+100nF（或者磁珠+4.7uF+100nF）的组合且电容尽

可能需要靠近 Codec AVDD Pin 脚。T10/T20 Codec AVDD 为 3.3V, T30/T21/T31/T40 Codec AVDD

为 1.8V

3.1.2 MIC 单端电路参考设计
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T30/T21/T31 BGA/T40/T41 单端模式下，可以接 MICP 或者接 MICN。

各元器件作用可以参考差分电路的描述
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单端接MICN
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Notes:T10/T20 单端模式下，麦克风的正极+只能接到 MICN。

各元器件作用可以参考差分电路的描述

3.2 HPOUT电路原理设计

C1 1uF/16VAUDIO PA喇叭

CPU

HPOUTL CODEC_AVDD

VCM

1000ohm/250mAFB1

VCC_CODEC

C
7

1
0
0
n
F
/2
5
V

C
6

4
.7
u
F
/6
.3
V

C
1
2

1
0
0
n
F
/2
5
V

C
1
3

4
.7
u
F
/6
.3
V

HPOUT 电路设计主要是要参考音频功放厂家的参考设计。供电和 VCM 部分，与 Mic 电路一致

请根据各家的音频功放来设计电路。

注：C1 和 HPOUTL 之间不能放置任何下拉电阻，否则会造成录音和放音都有异常。
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4 T系列芯片音频 PCB参考设计

4.1 MIC差分电路 PCB参考设计

黄色走线为 MIC 差分走线，下图为参考示意

注：

1）隔直电容 C2/C3 要靠近 CPU 放置

2）ESD 器件要靠近 MIC 接口放置，先过 ESD 在进其他地方

3）MIC 差分走线建议走线宽度 6mil 或 8mil，且需要等间距保持差分特性

4）MIC 差分走线旁边和相邻层需要 GND 铜皮和 GND 孔保护，且旁边和相邻层不能有电源，高

速信号，快速反转信号等

4.2 HPOUT电路 PCB参考设计

HPOUT 走线参考如下图，黄色走线为 HPOUT 相关

注：

1）HPOUT 走线 CPU 段建议线宽 8mil~12mil，功放输出端建议至少 12mil 或以上

2）如有 ESD 器件要靠近喇叭接口放置，先过 ESD 在进其他地方

3）HPOUT 走线旁边和相邻层需要 GND 铜皮和 GND 孔保护，且旁边和相邻层不能有电源，高速

信号，快速反转信号等

4）功放输出到喇叭之间为功率放大信号，走线尽量短而粗，旁边不能有模拟小信号，高速

信号，电源等，可能会干扰到其他信号。
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5 T系列芯片音频常见问题以及解决方案

5.1 MIC录音没声音

1）检查 CODEC_AVDD 电源是否正常

2）排除物料问题，PCB 焊接,麦克风正负极等问题

3）录音时，量下 VCM 的电压，是否为 CODEC_AVDD/2，量下 MICBIAS 的电压，是否和软件配

置的一致

4）检查软件配置是否正确

实例: MIC 录音没有声音，且物料，电源软件配置都正常。但是 VCM 的电压是 CODEC_AVDD/4,

不是正常电压。

原因:HPOUT 和隔直电容之间加了下拉电阻 R66。这个电阻会和内部的 VCM 的电阻进行分压，

导致 VCM 的电压不对，去掉后录音正常。

5.2 MIC录音后底噪很大

1）生成 PCM 文件，使用软件工具看下波形，看看噪声分布情况

2）判断噪声来源，主要有 GND 的共模和差模干扰，电源噪声，空间噪声干扰（WIFI 天线等）

2.1 先检查电路设计为差分还是单端以及软件配置为差分还是单端，是否匹配

2.2 排查 WIFI 天线干扰，是否有 WIFI 天线离 MIC 很近

2.3 排查电源噪声，测量下 CODEC_AVDD 的电源纹波，过大会引入噪声到 Micbias，也可以用

外部干净直流电源给 Micbias 供电，测试下噪声是否有改善

2.4 排查 GND 的噪声，如果是差分设计，可以将 P/N 之间的并联电容（100pF 或 220pF）焊上，

排查是否为差模干扰。

2.5 如果上述排查完后还有很大噪声，需要依次排查每个部分，先取下麦克风，录音看下噪

声，然后断开对地偏置电阻，录音看下噪声，最后断开隔直电容，录音看下噪声。

基本目前常规的噪声情况都是由于上述噪声导致。客户可以根据实际情况来按顺序排查噪声

点以及解决方案。
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5.3 放音声音有杂音

1）检查功放相关电路是否设计正确

2）检查录音源文件是否有杂音

3）检查功放电源是否有噪声，可以用干净直流电源供电来排查


